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Abstract (en)
[origin: WO8702213A1] The invention relates to the cleaning of electronic circuits (6) comprised of electronic components (7, 8, 9), welded according
to a known process on to printed circuits carried by a card (10). The injector (1) projects at high pressure a thin liquid curtain (2) which, at its impact
on the card (10), is separated into two very thin liquid layers (14 and 15). Said layers pass into the interstices of a few microns which are under the
components (7, 8, 9), between those and the card (10). The impurities are expelled from said interstices . Application: removal of waste originating
from fabrication and due to the presence of residual impurities under the electronic components (7, 8, 9).

Abstract (fr)
Nettoyage de circuits électroniques (6) constituées par des composants électroniques (7), (8), (9), soudés à la manière connue, sur des circuits
imprimés que porte une carte (10). L'injecteur (1) projette sous forte pression un mince rideau liquide (2), qui, à son impact sur la carte (10),
se sépare en deux couches liquides très minces (14) et (15). Ces dernières passent dans les interstices de quelques microns situés sous les
constituants (7), (8), (9), entre ceux-ci et la carte (10). Les impuretés sont chassées hors de ces interstices. Application: suppression des rebuts
provoqués en fabrication par la présence résiduelle d'impuretés sous les constituants électriques (7), (8), (9).
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